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Schicht- und
Oberflachentechnik

Das Ziel: Kleiner und feiner
Marktibliche Mikroschleifstifte mit
Diamantkorn und galvanischer oder
gesinterter Bindung sind beschrénkt
auf Durchmesser oberhalb

0,2 Millimeter und Kérnungen groéRer
als D 30. Fur viele Bearbeitungs-
aufgaben sind kleinere Durchmesser
und feinere Kérnungen erforderlich,
um Kleinere Strukturen und bessere
Rauheiten erzeugen zu kénnen. Am
Fraunhofer IST werden neue Diamant-
Schleifstifte entwickelt, um in diesen
Bereich vorzudringen.

Die Vorteile der compeDIA®-
Mikroschleifstifte

Im Gegensatz zu herkdmmlichen
Schleifstiften, bei denen Diamant-
kérnungen mit Bindern auf die
Grundkorper aufgebracht werden,
werden die compeDIA®-Diamant-
Schleifstifte in einem CVD-Verfahren
direkt mit einer geschlossenen,
binderlosen Diamantschicht versehen.
Da die polykristalline compeDIA®-
Diamantschicht eine raue,
scharfkantige Rauheit aufweist, eignet
sie sich hervorragend fir Schleif-
bearbeitungen.

Mit compeDIA®-Schichten lassen sich
eine Reihe von Vorteilen erzielen:

® Kleinere Durchmesser der
Schleifstifte: 50 Mikrometer sind
bereits realisiert.

®  Feinere »Kdrnungen«: Kristall-
groBRen bis unter ein Mikrometer
sind moglich.

® Komplizierte Geometrien:
z. B. konische, halbrunde oder
Freiform-Geometrien.

® Hohe Genauigkeit: sehr
gleichmaRige Schichtdicke,
einheitlicher Korntiberstand.

compeDIA®-Mikroschleifstifte, Durchmesser
0,6 mm, 0,15 mm und 0,07 mm.
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compeDIA®-Mikroschleifstift, Spitzendurch-
messer 50 Mikrometer. Haar zum
GroBenvergleich.



Weitere Vorteile resultieren aus der
spezifischen Topographie der
compeDIA®-Diamantschicht. Die sehr
scharfen Einzelschneiden sind eine
gute Voraussetzung fiir geringe
Schleifkrafte. Die geringe Streuung der
Kirstallgréf3en sorgt fir gleichmaRige
Rauheiten und geringe Kanten-
ausbruche.

Die Diamantbeschichtung

Die compeDIA®-Diamantschichten
werden am Fraunhofer IST chemisch
aus der Gasphase abgeschieden, und
zwar im Heildraht-CVD (Chemical
Vapour Deposition)-Verfahren. Die
Rauheit der Schleifstifte (»Kérnung«)
kann durch die Vorbehandlung, die
Prozessparameter oder durch die
Rauheit des Grundkdérpers beeinflusst
werden. Das Grundkdrpermaterial ist
Hartmetall. Auch ein »Bohren« ist
mdglich: entweder durch eine
Zirkularbewegung des Schleifstifts
oder durch die Verwendung von
Hohlschleifstiften mit Kernloch.

Maogliche Anwendungen

Mikroschleifstifte werden in vielen
Branchen bendtigt, um diffizile
Bearbeitungsaufgaben zu l6sen:

® Herstellung von Freiformflachen
mit kleinen Abmessungen und
engen Krimmungsradien im
Formenbau

® Nachbearbeitung von Lochern in
Disen und optischen Bauteilen

® handgefihrte Bearbeitung im
Dentalbereich

® Herstellung von Prazisionsbau-
teilen und Miniaturwerkstiicken

®  Mikromechanik.

Unsere Dienstleistungen

Je nach Bearbeitungsaufgabe
entwickeln wir fur Sie spezifische
compeDIA®-Mikroschleifstifte und
stellen Prototypen zur Erprobung her.
Das Spektrum reicht dabei von der
Einzelfertigung bis zur Kleinserie. Die
am Fraunhofer IST vorhandenen
Beschichtungsanlagen verfiigen tber
die Kapazitat zur Herstellung von
mehreren Hundert Schleifstiften pro
Beschichtungsprozess, eine wichtige
Voraussetzung fur eine wirtschaftliche
Herstellung der compeDIA®-Schleif-
stifte.

Unser Leistungsangebot umfasst nicht
nur die Entwicklung, sondern auch die
Unterstltzung fiir eine Serienbe-
schichtung inklusive Transfer der
Prozess- und Anlagentechnologie. Um
die neu entwickelten Werkzeuge
detailliert erproben zu kénnen,
arbeiten wir darliber hinaus eng mit
anderen Forschungseinrichtungen
zusammen.
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Spitze des Schleifstiftes mit compeDIA®-
Diamantbeschichtung.

Geschliffene Nut in einem Siliciumwafer.

Kopf eines zylindrischen Mikroschleifstiftes
mit compeDIA®-Diamantbeschichtung,
Durchmesser 0,125 mm.



